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Dieser kleine Flyer soll Sie in Kurzform Uber die verschiedenen Mdglichkeiten der Oberfla-
chengestaltung bei Leiterplatten informieren. Wir hoffen, lhnen interessante Informationen
zu geben und stehen gerne fur detailliertere Auskinfte zur Verfligung

Bungard Sur Tin

Chemisch Zinn

Unser einfachstes, schnellstes und glnstigstes
Verfahren ist das Bungard Sur Tin. Sur Tin ist ein
einfaches Austauschbad (Kupfer wird durch Zinn
ersetzt) und die Haftung bzw. IMC- Bildung findet
direkt auf dem Kupfer statt.

Bauteile konnen mittels Loten oder Press Fit-
Verbindungen befestigt werden.

Schichteigenschaften: e
Schichtdicke 0,8 — 1,2 ym =

Geeignet fur bleifreies Loten

nicht geeignet fur Mehrfachlétungen

Lagerzeit 12 Monate, Lotfahigkeit 6 Monate

kann jederzeit neu verzinnt werden

Gute Planaritat fur SMT-Anwendungen

Geeignet fur FineLine

Geeignet fur complinat pin (press-fit) Verbindungen
Preisglnstiges Verfahren

Lieferumfang:
Sur Tin Teil 1, Teil 2 und Teil 3

Equipment:
luftdicht verschlieRbares Gefal® (kann auch zum Anset-
zen genommen werden)

Verzinnungsschale Bungard EG01

Haltbarkeit der angesetzten Lésung: unter Luftabschluss mehrere Wochen

Bungard Elektronik GmbH & Co. KG, Rilkestrale 1, 51570 Windeck — Germany B u N E H n n
Tel.: +49 2292 / 9 28 28-0, Fax: +49 2292 / 9 28 28-29, E-mail: support@bungard.de

N \=T=77 A



Bungard Oberflachen Seite 2/8

Copyright: 2009 Bungard Elektronik GmbH & Co. KG

Bungard Green Coat

Green Coat ist ein neuer Loétlack aus der Spruhdose fur alle Leiterplatten, die von Hand
geldtet werden.

Stellen Sie lhre Leiterplatte wie gewohnt her und entfernen Sie zum Schluss den Atzresist
vollstandig.

2. Schritt
Falls gewlinscht kdnnen Sie jetzt noch die Oberflache mit SUR-TIN chemisch Zinn ver-
edeln (Bungard Bestellnummer: 74130)

3.Schritt
Spruhen Sie jetzt GREEN COAT dunn auf lhre Leiterplatte auf.

4 Schritt
Warten Sie 5 min, damit die Oberflache antrocknet

5.Schritt
Loten Sie jetzt durch den Lotlack hindurch. Der Lotlack verbessert die Loteigenschaften
enorm!

6.Schritt

Harten Sie nach dem Léten den Loétlack im Ofen bei 80°C aus oder lassen Sie lhn bei nor-
maler Raumtemperatur 2 Tage liegen, damit er aushartet. ACHTUNG: Nach dem Aushar-
ten ist GREEN COAT nicht mehr gut I16tbar!

Die ausgehartete Schicht schitzt nun lhre Leiterplatte vor Umwelteinfllissen und sie sieht

absolut professionell aus!

GreenCoat Loétlack gibt es in der 150ml Spruhdose.
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Bungard Sur Tin mit Bungard Basismaterial

wenn Sie ORIGINAL BUNGARD positiv Leiterplatten verwenden, gibt es fur Sie auch
noch eine einfache, technische Alternative:

Schritt 1:
Atzen Sie Ihre ORIGINAL BUNGARD LEITERPLATTE wie gewohnt.

Schritt 2:
Belichten und entwickeln Sie den Positivresist nach dem atzen nochmals, diesmal unter
Verwendung eines Negativfilms mit lhren Lotaugen.

Schritt 3:

Verzinnen Sie nun die offenen Létpads mit BUNGARD SUR-TIN (chem. Zinn). Der Foto-
resist verbleibt auf allen Leiterbahnen und schitzt diese. AuRerdem dient er als Létstopp-
maske.

Dieser Losungsansatz ist nicht weithin bekannt, flihrt aber ebenfalls zu exzellenten Ergeb-
nissen ohne Extrakosten!
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Bungard Lotstoppmaske

Wir bieten lhnen die typische grine Endoberflache fur Leiterplatten in Industriequalitat.

Unser Laminat Lotstop ist eine wassrig-alkalisch zu verarbeitende Trockenfilm-Lotstop-
maske.

Es handelt sich um ein transparentes, grines
Material, das wir bevorzugt in 75 pm (3 mil) Di-
cke, 305 mm Breite und mit Rollenlangen von 25,
76 oder 152 m liefern. Sonderdicken und -langen
sind auf Anfrage erhaltlich.

Wie bei solchen Resisten Ublich, ist der Fotopoly-
mer zwischen einer dunnen Polyolefin-Schutzfo-
lie und einer 25 ym starken Polyester-Deckfolie
eingebettet.

Laminat Lotstop ist geeignet flr gedruckte Schal-
tungen, die aus Epoxyd- oder Polyamid-Basisma-
terialien bestehen, und mit Kupfer, Bleizinn, Zinn,
Nickel oder Gold beschichtet sind. Laminat L6t-
stop ist kompatibel mit den meisten Lotverfahren
wie Wellenléten, HeiBluftverzinnung, Dampf-Phasen-Léten, IR Loten usw. und resistent
gegen die meisten Losungsmittel, Flux- und Entfluxmedien. Wegen seiner guten Eigen-
schaften ist er ideal geeignet fur hohe Leiterdichte und SMD-Technologie. Fur flexible Lei-
terplatten konnen wir das Produkt leider nicht empfehlen.

Die Lotstoppmaske wird mit Hilfe von Druck und
Temperatur auf die Platine gepresst. Daflr benut-
zen Sie optimalerweise unseren Profilaminator
RLM 419p.

Die Verarbeitung von Laminat Lotstop besteht aus
den folgenden Verfahrensschritten:

Vorreinigung — Laminieren — Belichten — Entwickeln
- Nachharten
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Naturlich ist unser Lotstopplaminat kompatibel mit
dem vorgeschalteten Bungard Sur Tin Schritt.
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Ormecon chemisch Zinn

Ormecon chemisch Zinn ist ein Verfahren zur chemischen Verzinnung von Kupferoberflachen.

Das besondere am Ormecon-Verfahren ist eine 0,08um dicke Schicht organischen Metalls, die
die Oberflache fir die anschlieRende Verzinnung optimal vorbereitet und anschlie3end die 'Dif-
fusion von Kupfer durch die Zinnschicht verhindert.

ORMECON® CSN erfullt alle modernen Anforderungen an Leiterplatten:
« absolut planare Oberflachen fur die SMD-Technologie

* hohe Lagerfahigkeit der unbestlckten Leiterplatte

» Energie- und Kosteneinsparung gegenuber HASL

* einsetzbar in Korbsystemen ohne umfangreiche Investition

* Horizontalverfahren flr GroRproduktionen

» Schonung der Umwelt

* einfachste ProzeRflhrung und -GUberwachung

« alle gangigen Lotstopp- und Bestuckungsdrucklacke sind verarbeitbar

Zusatzlich bietet ORMECON® CSN gegenuber anderen Chemisch-Zinn-Verfahren:
* Reinzinnabscheidung, auch bei hohem Kupfergehalt

* bis zu 50 % langere Standzeiten des Zinnbades

« deutliche Verringerung der Diffusionsschicht

* Schutz vor Oxidation « Mehrfachlétungen, auch mit Zwischenlagerung, moglich

* Spezifikation: Alterung 4 Stunden 155°C, 3 x Reflow, 1 x Welle

Equipment:
PROTEC 2030

Die PROTEC ist ideal auf die chemische Verzinnung nach dem Ormecon-Verfahren zuge-
schnitten. Die Standardmaschine kann Platten bis 200
x 300mm verarbeiten und enthalt 5 Becken fur Mikro-
beize, Kombinierte Stand-/Sprihspulen, Organisches
Metall, Chemische Verzinnung 7001, Warmspdilen .

Zusatzoptionen:
Plattenformat 300 x 400mm
Badbewegung

Becken fur Cleaning Step
Becken fur DI Rinse
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Chemisch Nickel-Gold (Sudgold

Die Legierungsoberflache (Nickel/Phosphor & Gold) ist seit Anfang 1990 eine der vielseitigsten Oberfla-
chen. Bei diesem Verfahren bildet eine Nickelschicht die Diffusionssperre zwischen Kupfer und Lotlegie-
rung. Das Gold wird in die Létverbindung geldst und die Haftung / IMC-Bildung erfolgt mit der Nickel-
schicht. Chemisch Nickel-Gold benétigt eine vorgeschaltete Kupferaktivierung, um die Nickelabschei-
dung zu starten. Die Nickelschicht verstarkt mechanische Durchkontaktierungen und Vias und erhoht
die Abriebfestigkeit.

Schichteigenschaften:
« low/ medium / high P systems (<7;7-10;>10%P)
Schichtdicke 3- 6um NiP and 0.05- 0.12um Au

Autokatalytische Nickelabscheidung

Gold schutzt Nickel vor Oxidation

Zuverlassige multifunktionale Oberflache

fur Al-Drahtbonden geeignet

Wachstum der Nickel-Phosphor-Schicht auf aktiviertem Kupfer

Vortelle
Geeignet flr Mehrfach-Pb-freies Loten
Planaritat fur SMT
Diffusionssperre (Nickel), verhindert die Loésung von Kupfer im
Lot
Lange Lagerzeit (12 Monate), hervorragende Alterungsbestandigkeit
E-Test-kompatibel
Geeignet flr Kontaktschalter
Gute Bestandigkeit in korrosivem Umfeld
Geeignet fir AL-Drahtbonden
Geeignet flr high aspect ratio boards

Equipment:

Compacta 30 chem. Nickel-Gold
COMPACTA 30 chemisch Nickel Gold, Anlage zur Vernickelung und Vergoldung von Leiterplat-
ten bis zu einem Format von 200x300mm. 5 PVC Becken, 2 PP Becken, alle ca. 10 Liter, 3 Tef-
lonheizkoérper alle mit Thermostat, 5 Digitaltimer,
Badbewegung (einstellbar), alle Becken mit Kugel-
hahnablass. Spruhsptle mit FuRschalter, Splldruck
einstellbar. Auf eigenem Untergestell. Anschlul}:
230V
Optionen:

Compacta 40 chem. Nickel-Gold, Anlage zur Verni-
ckelung und Vergoldung von Leiterplatten bis zu ei-
nem Format von 300 x 400mm.
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Galvanisch Nickel-Gold

Die Oberflache Galvanisch Nickel Gold ist abriebfest und korrosionsfrei und wird deswegen ger-
ne flr Bauteile mit erhéhter mechanischer Belastung (Stecker) eingesetzt.

Die mit Resist beschichtete Leiterplatte wird zunachst mit einer galvanischen Nickelschicht >
3um als Diffusionssperre (Verhinderung, dass das nachfolgende Gold durch Diffusion sukzessi-
ve "verschwindet") versehen. Nach der Vernickelung folgt die eigentliche galvanische Vergol-
dung. Dabei werden Goldschichtdicken > 0.4um bis zu 2um abgeschieden. Dies ist abhangig
des Verwendungszweckes. Fur Stecker gilt die Anzahl der Steckzyklen.

Zum Beispiel:
0.4pm 20 Steckzyklen
0.7um, 50 Steckzyklen
1.3um, 200 Steckzyklen
2.0um, 500 Steckzyklen

Mit Zusatzen wie Kobalt, usw. (wird dann auch "Hartgold" genannt) kann unter Umstan-
den auf eine Nickel-Diffusionssperre verzichtet werden.

Lagerfahigkeit:
Die Lagerfahigkeit ist aufgrund der Nickel Diffusionssperre und der ,Unverwustlichkeit*
des Goldes ,fast" unbeschrankt. Voraussetzung ist allerdings eine sauber ausgefihrte
Galvanisierung.

Vorteile:
gut geeignet fur hdhere mechanische Beanspruchungen.
Nachteile:
- BlackPad-Effekt moglich
Kosten
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Oberflachenvergleich
Oberflache Schichtaufbau/ Einsatz Kosten Loten Lagerzeit

-dicke
Sur Tin 0,8-1,7 um SN Léten ++ ++ ca. 6 Monate
Ormecon chem 0,08um org. Léten, ++ ++ >12 Monate
Zinn Metall (Leitkleben),

0,8-1,2um SN Einpresstechnik
Chem. Nickel 3-6umNiP / 70- Loten, AL- - ++ >12 Monate
Gold 120nm Au Drahrbonden,

Leitkleben

Galv. Gold 4-6NiP / 0,4- Stecker, - - unbegrenzt

2um Au Schleifer
Vergleich Goldobeflachen
Kriterium chem. Nickel-Gold chem. Nickel-Dickgold Hartgold

(ENIG)
Schichtdicke Gold 0,075-0,3p 0,5-max 1,0u 1,0-1,2u
Schichtdicke Nickel 4-6u 4-6p 4-6u
Haltbarkeit min. 6 Mon. min. 12 Mon. min 12 Mon.
Anwendungen Aludraht-Bonding Aludraht- oder Gold-draht- | Steckerleisten
Bonding

Eigenart weich weich hart (Kobalt-legiert)
Kosten mittel mittel hoch
Layouthinweise keine keine Goldflachen mussen

elektrisch verbunden
sein
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